
Проблемы внедрения новых 
технологий для проектирования 
и производства печатных плат

-снова о бессвинцовой технологии,
-технология парафазной пайки,

-технология HDI,
-seamless production,

-скотч-технология
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Платы новые – проблемы старые



Скрытые дефекты – Head in Pillow



Скрытые дефекты - Pad Cratering



Скрытые дефекты - “sporadic brittle fracture”



Стандартный рентген не обнаруживает 
Head-In-Pillow – только под углом



Надежность свинцовой технологии 
проверена временем



Можно ли это спаять также надежно?



Новый тип соединителей - XMC



Система пайки в паровой фазе
Vapor Phase System - VPS

Предварительный 
нагрев

Погружение в 
паровую 
среду и 

дальнейший 
нагрев

Конденсация 
пара

Непосредственный 
процесс пайки

Выход из паровой 
среды  и 
охлаждение



Основные достоинства пайки в паровой фазе
• Невозможен перегрев свыше заранее известной температуры 

конденсации пара.
• Относительно простой процесс термопрофилирования - не 

требуется трудоемкий подбор профилей в зависимости от 
конструкции сборки.

• Равномерное распределение температур, независимо от размеров, 
цвета, формы и характера поверхности компонентов и ПП.
Гарантированный равномерный нагрев всего паяемого изделия.

• Химические основы процесса обеспечивают 100%-инертную 
атмосферу при пайке.

• Хорошая повторяемость условий пайки и результатов процесса.
• Возможность установки более низкой максимальной температуры 

пайки: 200°С – для эвтектической пайки, 230°С – для бессвинцовой.



Основные недостатки и ограничения пайки в 
паровой фазе 

• Большая скорость подъема температуры в момент конденсации пара –
ограниченные возможности управления скоростью подъема.

• Невозможность тонкой настройки процесса – отклонения от избранной 
температуры пайки невозможны.

• Невыполнение рекомендаций от различных производителей 
компонентов.

• При смешанной пайке на рекомендованной температуре 230°С 
возможен перегрев свинцовых компонентов и недогрев бессвинцовых.

• Ограничения на использование пайки в паровой фазе отдельных 
компонентов ряда производителей:

- ограничения максимальной температуры Analog Devices, Linear 
Technology, PLX, Renesas;

- Micron Technology не рекомендует применение VPS для своей 
продукции;

- Другие производители не рекомендуют для отдельных изделий 
применение VPS.



Усиление проявления других дефектов в VPS
• Voiding
• Wicking
• Drawbridging
• Tombstoning



Ограничения от производителей – игнорировать? 
• Analog Devices: Vapor Phase Soldering (1 Minute) - 220°C. Stresses 

above those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent 
damage to the device.

• Renesas VPS Profile – max 215°C  PLX VPS Profile – max 220°C



Из ответа Уве Филлорра:
• Вопрос 6.4: Micron Technology, for all products

TN-00-15: Recommended Soldering Parameters - Infrared reflow or vapor-
phase reflow are not recommended for Micron products.

• Ответ: If vapour phase is not recomanded, why is vapour phase only 
recomanded in space and military applications ? EADS , Astrium, Thales, 
Matra, MBDA, Ericsson Microwave …… all had vapour phase systems 
because of the best heat transfer, no overheating possible, oxygen free 
process, lowest delta T between a big and a small component, secure 
process with Auto solder break system. We had applications from Ericsson 
and other companies where reflow ( convection )  is not allowed ( see 
samples of IBM ). Asscon vapour phase machines are standing in all 
facilities where is producing really complicated electronics. 



Продукция фирм Astrium, Thales, Matra, MBDA, 
Ericsson Microwave с бессвинцовыми компонентами?
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